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スピードに対する要求のトレンド

1.1 背景

　今回の半導体不況を経由して、限られた需要の中で多様な製品が競い合う今後の半
導体産業の光景が明らかになり、SoC（システム・オン・チップ）の多品種少量生産へ向か

う方向が顕著になっているが、製品ライフサイクルの短縮、技術の困難化、低コスト化、
設計から出荷までの全体のTAT短縮などの諸要求を大幅に引き上げるものとなっている。

これは半導体生産技術の一翼を担う装置ベンダ・システムベンダ・材料ベンダも同様に、
削減しつづける設備投資・調達コストのなかで、デバイスメーカの事業にとっての価値を
競いあうことが強いられている。
　このようにスピードと効率向上の革新を求めて、ＩＴ技術の半導体製造への利用の大き
な動きが始まっている。生産技術の全体的な領域では、e-manufacturingが生産のあらゆ

る段階にインタネットを中心とするＩＴ技術を利用した生産方式として、それは、インタネッ
トによる広範な情報の共有だけでなく、装置などのより専門的な情報の活用も志向する
強力な組織化として進んでいる。この中で、多品種化の直接的な帰結として、レチクル１
枚毎に関わる多くの作業の徹底的な合理化が求められている。本ガイドラインはこのよう
な背景認識により企画された。

ITRS2001ロードマップ

コストに対する要求のトレンド

・前工程からで、３日で２０枚の工完に
　対応するマスク供給と生産準備

・配線工程からで、１日で５枚の工完に
　対応するマスク供給準備

・製作フロー（エンジニアリングの
　ワークフローを含む）の短縮

・SoCビジネスでマスクコストが重大に。

・人員削減（IT化不十分なため発生

　するロスに対応している人員）
機会損失

・IT化により引合い～スケジューリング

　～受注の取引が短縮・・・
　　　スピードへの対応、情報戦

・リワークによる計画混乱による失注
　リスク

レチクルデータの標準化

機能あたりの単価は大幅に低下
させなければならないが、マスク
のデータボリュームが大幅に増え
るためコスト及び納期に対して
画期的な効率化が望まれる。



1.2 目的

　背景にも述べたようにＳＯＣに代表されるデジタル家電やインターネット関連デバイ
スは、設計から販売までのスピードが命であり、ことに多品種少量生産に対応して、
レチクル供給、製造でのレチクル関連の準備作業、レチクル起因の欠陥解析など、
レチクル単位ごとの作業のスピードが重要となっている。しかしレチクルに関する情
報はデザイン、マスク製造、ウェハ製造に広くまたがっており、部分的な自動化の進
展にもかかわらず、多くのデータ交換が電話などの従来方法に依存しており、工数
及び時間のロスにつながっている。
　本ガイドラインはまず第一に、このような問題に対する、デザインからマスク製造、
ウェハ製造にわたったデータの標準化をベースに一貫した効率化を図ることを目的
としている。
　第二に、多品種少量生産に対応する革新のなかで、諸システム間で情報を共通に
２次利用できるようにして、装置及び生産システムベンダの方々の新規自動化アプ
リケーションビジネスの効率的な展開を支援することを目的としている。

０）ﾋﾞｼﾞﾈｽ（環境）

５）セキュリティ

３）レシピﾒﾝﾃﾅﾝｽ

２）欠陥解析の効率化

４）ﾏｽｸＦａｂ内装置ｸﾗｽﾀ化

１）Ｂ　ｔｏ　Ｂ デザイン

ﾏｽｸＦａｂ

ウェーハＦａｂ

改良されるアイテム



1.3 スコープ

下記①～⑤の情報交換に関わるインタフェース（情報を汎用化するための必要最小限のデー
タ構造）を標準化するためのガイドラインを提案することをスコープとする。

　　①　　　　　　　生産ｽｹｼﾞｭｰﾙ・WIPﾄﾗｯｷﾝｸﾞ
　　②または④　ウェハFAB内の品質管理（ﾚｼﾋﾟ・装置管理・ﾌﾟﾛｾｽﾓﾆﾀ）
　　③　　　　　　　検査・測定ﾃﾞｰﾀ・欠陥ﾃﾞｰﾀの交換と活用
　　⑤　　　　　　　マスクFAB内装置ﾚｼﾋﾟ準備

ただし、ﾊﾟﾀｰﾝﾃﾞｰﾀ（CAD・OPC・PSM・TEG・露光/検査に必要な図形データ）、通信媒体（ネッ
トワーク回線、プロトコル）および情報交換に使用する装置H/Wは対象としない。
なお、上述①～⑤のインターフェースは相互にデータを再利用できる構造とする。

パターン
設計

論理、回路
設計

ダミー
生成

ＯＰＣ

生成

EB変
換

EB露光

マスク
検査

マスク
出荷

マスク発注書
検査仕様書

輸送

マスク

検査データ

レシピ

受入

DRC

フレーム
生成フレーム仕
様書

設計
部門

生産
管理
部門

マスク製造部門

ウェハ製造
部門

ダミー　ＯＰＣ　フレーム　　　　　　
　　　　　社内処理

フレーム仕様書

検査デ‐タ

マスク発注書

検査仕様書

仕様ｺｰﾄﾞ登録
フレーム仕様書

承認、発行

ウェハFab. マスクFab.

1

3

2

5

4

設計
パターン
データは
対象外

標準化ターゲット

プロセス技術部門

データサーバ
GDSデータ
転送ｻｰﾊﾞ



1.4 標準化対象と定義

１）回路図形データ
　製品のデータ部分（GDSデータ・描画データ・比較検査用データ）

今回の標準化対象外

今回の標準化対象

２）レチクルデータ（回路図形データを除く付帯データを呼ぶ）
レチクルセットスペックシートデータ(ハーフトーン,規格etc.)
個別スペックシート
パターンデータ(フレームデータ 、及びCAD, 描画, 検査に対する処理仕様)
検査データ(寸法、欠陥etc.)

　レシピデータ、修正パラメータデータ

３）レチクル関連データ
　複数枚の管理
Wafer検査データ(欠陥,寸法etc.)

　履歴データ
　トラッキングデータ
　オーダーシートデータ



ウェハウェハFABFAB

デザインハウスデザインハウス

マスクマスクFABFAB

①ﾚﾁｸﾙｵｰﾀﾞｼｰﾄ

②ﾚﾁｸﾙｽﾍﾟｯｸｼｰﾄ

③納期管理ｼｰﾄ

④ﾚﾁｸﾙﾃﾞｰﾀ加工ｼｰﾄ

①欠陥検査ｼｰﾄ ①ﾚﾁｸﾙ出荷検査ｼｰﾄ

②ﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀｼｰﾄ

③ｳｪﾊﾏｯﾌﾟｼｰﾄ

①ﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀｼｰﾄ

①露光機ﾚｼﾋﾟｼｰﾄ

②測長機ﾚｼﾋﾟｼｰﾄ

④欠陥検査機ﾚｼﾋﾟｼｰﾄ

③合わせ測定器ﾚｼﾋﾟｼｰﾄ

⑤欠陥検査機結果ｼｰﾄ

②ｳｪﾊﾏｯﾌﾟﾃﾞｰﾀｼｰﾄ⑤ﾌﾚｰﾑ加工ｼｰﾄ

④納期/変更ｼｰﾄ

②欠陥修正ｼｰﾄ

③CD検査ｼｰﾄ

④座標検査ｼｰﾄ

補足　上記標準化対象は、下記の例のようなシートで管理されている。

CAD,WPCAD,WP装置装置,,WPWP

ﾏｽｸﾍﾞﾝﾀﾞﾏｽｸﾍﾞﾝﾀﾞ,,WPWP

ﾏｽｸﾍﾞﾝﾀﾞﾏｽｸﾍﾞﾝﾀﾞ,,ﾏｽｸ装置ﾏｽｸ装置

CAD,WPCAD,WP装置装置,,WPWP

ﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀ関連ﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀ関連((露光機ﾏｰｸ、検査機ﾏｰｸ、露光機ﾏｰｸ、検査機ﾏｰｸ、TEGTEG、、etc.)etc.)
①ＷＰ装置ベンダ（露光機、ＣＤ、合わせ、欠陥検査機①ＷＰ装置ベンダ（露光機、ＣＤ、合わせ、欠陥検査機))
②②CADCAD（ﾌﾚｰﾑ（ﾌﾚｰﾑCADCADﾍﾞﾝﾀﾞｰﾍﾞﾝﾀﾞｰ))
③ｳｪﾊ③ｳｪﾊFABFABﾕｰｻﾞ　（ﾕｰｻﾞ　（JEITA)JEITA)

マスクの受発注、仕様、納期、変更、検査結果　関連マスクの受発注、仕様、納期、変更、検査結果　関連

①マスクベンダ①マスクベンダ

②ｳｪﾊ②ｳｪﾊFABFABﾕｰｻﾞ　ﾕｰｻﾞ　((JEITA)JEITA)

マスクハウス内のレチクルデータハンドリング関連マスクハウス内のレチクルデータハンドリング関連

①マスクベンダ　　①マスクベンダ　　

②マスク装置ベンダ　　②マスク装置ベンダ　　

③Ｓｅｌｅｔｅ③Ｓｅｌｅｔｅ



1.5 関連標準化との関係

本ガイドラインはパターンデータを除くレチクルに関連する情報のデータ交換
のインタフェースにかかわるもので、補完的な関係が考えられる海外の活動
を下記に示す。

（１）SEMI-Japan　Reticle Data Management  Task Force
　　マイクロパターニング部会の標準化活動

・レチクルに関連する情報のデータ交換方法を議論し、ガイドラインをまとめようとしている。
・マスクデータのステッパレシピデータ作成への取り込みから始めて、デザイン～マスクベンダ
　～ウェハFabの間のレチクル関連情報のコミュニケーションの標準化を進めている。

（３）　MOPXE(Mask Order Processing In the eXtended Enterprise)
・IMS(Inteligent Manufacturing System) から提案されているマスクサプライチェーンに

関する活動で、ヨーロッパが中心に活動が行われている。

（２）SEMI-NA　Mask Data Path Task Force
　　UDM(Universal Data　Model)Working　Groupの標準化活動

・レチクルに関連する情報のデータ交換方法を議論し、ガイドラインをまとめようとしている。
・この中でSilicon Integration Initiative(Si2)のOpen　Access　Coalitionが紹介されている。
　これは。ICデザインデータアクセスに対するオープンスタンダードの提供を目指している

　コンソーシアムである。



技術の体系化

品質要求
フレキシビリティ
（変化への対応）

セキュリティ

低価格化
（コスト削減）

スピード
（トータルなTAT短縮）

ビジネスの
成長（ROI）

共通の
プラットフォーム
確立への要求

統合的なIT利用への要求

1.6 レチクル関連情報の共通言語確立への要求

多品種少量SoCビジネスにおける諸要求は、統合的なIT利用への要求を媒介として
共通言語の確立への要求へと行き着き、またITの領域の、XMLをベースとする諸技術
の利用は、SoCビジネスの諸要求を支援するよう開発されなければならない。

１）技術の体系化
　技術蓄積のスピードはIT技術によって加速されるが、そのためには高い利用可能性

をめざした情報の体系化が必要で、レチクルに関連した情報を、広い領域での活用・
蓄積・交換の諸局面についてTerminology/Definition/Methodology定式化しなければ

ならない。

リソ工程

リソ装置 ﾘｿﾌﾟﾛｾｽ

ﾏｽｸ製作

ﾏｽｸ装置 ﾏｽｸﾌﾟﾛｾｽ

ﾚｼﾋﾟ
ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

装置
ｸﾗｽﾀﾘﾝｸﾞ

ﾊﾟﾀｰﾝ設計

ﾁｯﾌﾟﾊﾟﾀｰﾝ
ﾌﾚｰﾑ
ﾊﾟﾀｰﾝ

設計

ﾃﾞｰﾀ準備 受発注

納期管理 QCﾃﾞｰﾀ

BtoB

品質規格

欠陥
　解析

生産計画

様々なドメイン間の相互運用性の必要性

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄ
のﾄﾞﾒｲﾝ

技術ﾄﾞﾒｲﾝ

レチクルに関する情報は諸ドメインの全域で部分的な関係をたぐって使われる。

意味的なインターオペラビリティの必要性が大

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
ﾄﾞﾒｲﾝ



1)アプリケーションは接続コストをなくし
価値を創出する機能に重点化され

陳腐化のスピードに打ち勝つ開発の
フレキシビリティが得られる。
アプリケーションの流通化・IP化がともに

はかられる。

2)情報の意味と情報源の管理により、

　情報提供の価値の測定が可能になり、
　ﾋﾞｼﾞﾈｽが活性化

3)インターネット的に、広く、非同期に

　発生する多様な情報が即時にモニタ
　される。

情報源 情報源 情報源

異種情報源

共通プラットフォーム
に基づく情報源

XMLﾍﾞｰｽの
標準ﾃﾞｰﾀ交換

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

4)XMLで標準化されﾃﾞｰﾀ交換に

　ラップされて異種情報源間の様々
　なデータの不一致が許容され得る
　ため、個別情報源の開発を促進

２）フレキシビリティ
　変化の激しい市場に対応して、陳腐化する技術を革新し続けなければならない生産技術
への要求は、IT技術の更新容易性　に波及している。レチクルに関連する情報は、加えて

多様な局面で発生し、また利用されるため、フレキシビリティの高いﾃﾞｰﾀﾓﾃﾞﾙが要求されている。

４）セキュリティ
　レチクルに関する情報は、顧客にとってセキュリティが厳しく管理されることが要求されている。
様々なｾｷｭﾘﾃｨ要求と　ﾕｰｻﾞﾋﾞﾘﾃｨの要求に対し、適切に、かつ効率的に区分されたセキュリティ
管理が設定できるように、共有情報の体系化が　なされなければならない。

情報源 情報源 情報源

異種情報源

共通プラットフォーム
上で分類された情報源

XMLﾍﾞｰｽの
標準ﾃﾞｰﾀ交換

情報源 情報源 情報源

異種情報源

XMLﾍﾞｰｽの
標準ﾃﾞｰﾀ交換

精密な分類に基づく
セキュリティ管理技術

３）ビジネスの投資効率　標準化にもとづく情報提供ﾋﾞｼﾞﾈｽの活性化が、導入ｺｽﾄを削減するため
に必要であり、情報の区分に対応させてオーナ・　ユーザを明確にして、デバイスメーカ・マスクメーカ・
装置メーカ・システムメーカが連携するために、セキュリティの精妙な設定やﾗｲｾﾝｽや課金のあり方
を含む様々なﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙの構築を可能とすべきである。

共通プラットフォーム
上で分類された情報源



潜在的影響
関係の可視化あらかじめ設定

されたフィルタ

５）品質
　技術の困難化の趨勢のなかで、品質についての配慮不足は最大のロスを生む。
IT技術の半導体生産技術への適用は、形式的な品質管理を支援するにとどまらず、

従来人手では困難だったため行われていなかった解析も織り込んで支援していく　
必要がある。レチクルの品質要求もいっそう高まり、効率的な開発が支援されるべきである。

６コスト
　多品種少量生産下でのレチクル１枚ごとに関わるコストを削減するために、広範な領域で
分散して発生するロスを隈なく　除去して積分的な効果を得るものとするだけでなく、
広範な情報交換を安価に実現するため、インターネット技術に適した標準化を整備し
なければならない。

７）TAT
　究極的な製品TAT実現に寄与させるためには、全体的なﾜｰｸﾌﾛｰの中で、分断や漏れを

削除すべきであり、そのために設計　からﾏｽｸ製作・ｳｪﾊ製作にわたって、ﾒｲﾝｽﾄﾘｰﾑである
設計ﾃﾞｰﾀのみでなく、派生的に発生する情報を含み、広範な再利用　可能性を考慮する。

準備・後処理の並列化

変換作業
ロス ロス

ロス

ロス

ロス

ロス

ロス



　デザインからウエハFABまでの使用において共通に利用できる環境が下記条件を満たして整
備されなければならない。

条件：
　 1.レチクルデータ及びレチクル関連データの相関関係が階層化構造をもってなされ
　　なければならない。
　 2.レチクルデータ及びレチクル関連データの受渡しは各インタフェース界面において
　　標準化された方法でなされなければならない。
　 3.レチクルデータ及びレチクル関連データのそれぞれの内容が明確に定義されなけれ
　　ばならない。
　 4.レチクルデータ及びレチクル関連データは、必要な時に必要なデータが取り出せる
　　ようにFAB毎に蓄積されなければならない。
　 5.レチクルデータ及びレチクル関連データは適正なセキュリティーシステムにより保護
　　されなければならない。

2.一般的なガイドライン
2.1 レチクルﾃﾞｰﾀの共通化

プラットフォーム

・セキュリティ

・データ整合

標準化された情報は、

いつでも入手可能。

接続は自由。

ビジネスに合わせて

自由に拡張。・情報を共有化するための

　必要最小限のデータ構造

SpecsSheet

Delivery Info.

OrderEntry

Qualitydata(CD)

QualityData(Defect)

Design 
House

Mask 
Fab.

Wafer 
Fab.

ExampleExample



2.2. ﾃﾞｻﾞｲﾝ・ﾏｽｸ製造・ウェハ製造にわたる共通化ガイドライン概要

Design Mask
Wafer
Fab. Design Mask

Wafer
Fab.

先に説明したような多岐にわたるデータの交換を、これまで、ＢtoＢでは、個別対応で築い
てきている。左側の図は、このまま個別対応で築き続けることを示しており、右側はレチク
ルデータ及びレチクル関連データのデザインからマスク及びウェハＦａｂまでの標準化をベー
スにしたものである。個別のノウハウと共通のデータ交換とを関連付けてそれぞれが管理
することで、全体的な複雑化を単純化することができる。

ＭＡＳＫ　Ｆａｂ　　　　＜－＞ＭＡＳＫ　Ｆａｂ　　　　＜－＞
Ｗａｆｅｒ　ＦａｂＷａｆｅｒ　Ｆａｂ

Ｄｅｓｉｇｎ　Ｈｏｕｓｅ　　＜－＞Ｄｅｓｉｇｎ　Ｈｏｕｓｅ　　＜－＞
ＭＡＳＫ　Ｆａｂ　　ＭＡＳＫ　Ｆａｂ　　

Ｗａｆｅｒ　Ｆａｂ＜－＞　　　ＤｅＷａｆｅｒ　Ｆａｂ＜－＞　　　Ｄｅ
ｓｉｇｎ　Ｈｏｕｓｅｓｉｇｎ　Ｈｏｕｓｅ

ﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀ関連のガイドラインﾌﾚｰﾑﾃﾞｰﾀ関連のガイドライン((露光機ﾏｰ露光機ﾏｰ
ｸ、検査機ﾏｰｸ、ｸ、検査機ﾏｰｸ、etc.)etc.)
（標準化フォーマット作成へ）（標準化フォーマット作成へ）

デザイン設計（テクノロジ単位）とフォトデザイン設計（テクノロジ単位）とフォト
リソ製造規格（ウエーハ、レチクル精度）リソ製造規格（ウエーハ、レチクル精度）
のガイドラインのガイドライン
（標準化フォーマット作成へ）（標準化フォーマット作成へ）

マスクの受発注システムとデータハンドマスクの受発注システムとデータハンド
リングのガイドラインリングのガイドライン
（標準化フォーマット作成へ）（（標準化フォーマット作成へ）（ref:P10)ref:P10)

Ｂ　ｔｏ　ＢＢ　ｔｏ　Ｂ 共用化データ共用化データ

①チップサイズ①チップサイズ
②ブロック構成②ブロック構成
③レチクルセットマーク③レチクルセットマーク
④ＣＤ④ＣＤ((On Wafer/Reticle)On Wafer/Reticle)
⑤Ｄｅｆｅｃｔ⑤Ｄｅｆｅｃｔ
⑥Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｒｉｔｙ⑥Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｒｉｔｙ
⑦シュリンク⑦シュリンク
⑧アライメントマーク⑧アライメントマーク

標準化項目標準化項目

ＱＣフローＱＣフロー ﾃﾞｰﾀﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾃﾞｰﾀﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞ



　　[効果]
　　・全ての顧客に対し、サービスの向上を現在よりも早くおこなうことができる。
　　・システム開発コストを削減できる。

3.ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝに対するガイドライン

3.1 ﾏｽｸ受発注のBtoB
　　（１） ﾏｽｸ受発注についてのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ

マスクＦａｂは、レチクル製作のリワーク時の納入予測を含む最新情報をウェーハＦａｂに
提供すべきである。両者は標準化されたインタフェースで提供すべきである

マスク受発注のフローで、設計・マスクＦａｂ・ウエーハＦａｂに至るまで、情報の受け渡し

は、共通（共有）情報で行わなければならない

データハンドリングは、図面・テキスト・ＧＤＳ・Ｍｅｂｅｓ等の各種フォーマット要求に対し

ても、双方の要求を満たすフレキシビリティーなビジネスモデルでなくてはならない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［マスク受発注の共通項目］

１）設計データ（図面、ＧＤＳ、Ｍｅｂｅｓ、ｅｔｃ）　　（フレームデータ含む）

２）製作依頼書（マスク名、新版・改版・再版、サイズ、ペリクル種別、納期、出荷先）

３）製作条件（製造データ仕様、露光データ配置仕様、製作仕様、検査仕様）

４）進捗

５）スペック（グレード）

６）品質（寸法、配置、欠陥、位相差、透過率）

７）問い合わせ

受発注の共有化環境

Design Mask
Wafer Fab.

注意しなければならない点は、デバイスの受発注･生産管理とマスクの受発注･生産管理のリンクが
必要な点である。デバイスメーカが顧客にタイムリーに製品を供給するためには、マスクの供給が
今後のファインパターン化したデバイスではキーになる。これは、マスクを内製するしないにかかわ
らずに問題となってくる点である。



ウェーハFabに
おける生産計画

顧客指定のLSIチップ
納品日基準

生産計画の確度向上

製作中の不良発生

レチクルオーダー時
の設定納期

チップ納品遵守

レチクル製作

ウェーハ生産計画
シミュレーション

マスクFabに
おける生産計画

製作中進捗情報

レチクル納品遵守

ウェーハ生産計画
再シミュレーション

従来のＢｔｏＢ（●部)にタイムリーな納期予測（○部)を加えた標準化で、
Ｂ toＢ連携で顧客から見た無駄を省く。

ﾚﾁｸﾙﾃﾞｰﾀﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ －ｼﾞｬｽﾄｲﾝﾀｲﾑﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

マスクＦａｂは、レチクル製作のリワーク時の納入予測を含む最新情報をウェーハＦａｂに
提供すべきである。両者は標準化されたインタフェースで提供すべきである

(2) 進捗管理プログラム

リワーク着工計画
シミュレーション

変更（遅延）情報



(3)マスク受発注のＸＭＬ構造（レチクルデータの階層化）

データの帰属情報
データの帰属情報

マスク名
マスク名

オーダコード
オーダコード

経理情報
経理情報

物流情報
物流情報

指定装置
指定装置

処理仕様
処理仕様

製造仕様コード
製造仕様コード

データ処理コード
データ処理コード

材料
材料

公差
公差

装置指定
装置指定

製造管理コード
製造管理コード

工期/物流
工期/物流

工期/物流
工期/物流

製造工程コード
製造工程コード

製造工程
コード

製造工程
コード 装置情報

装置情報



3.2 レチクル欠陥解析の効率化

レチクルデータ及びレチクル関連データは、ウェーハFAB内の品質（欠陥・寸法etc.)解
析において、必要な時に引用出来なければならない。

例２）レチクルとウェーハの品質情報を照合することにより、レチクル製作の工程改善の効
率化を図れるようにする。

　[効果例]
　　・マスク品質の向上が図れる。
　　・ウェハFABでの品質解析が効率化される。
　　・品質の判定基準が明確になり、マスク製造工程の最適化を図れ、製造コストを低

減できる。
　　・マスク品質とウェハ転写特性の相関解析ツールの開発コストを低減できる。
　　[方法例]　　　
　　・ウェハ上への転写結果をマスクFABにフィードバックし、マスク品質とウェハ転写

特性の相関データを蓄積する。
　　・マスク製作過程の品質情報をウェハFABへフィードフォワードし、ウェハFABでの

品質解析に利用する。

Wafer Fab. Mask Fab.

座標変換 座標変換
Mask
Fab.

Wafer
Fab.

共通言語

･マスク名
ウェーハ品質データ

･寸法データ

･その他

･欠陥データ
･位置データ

マスク品質データ
･マスク名
･寸法データ

･その他

･欠陥データ
･位置データ

ウェーハ上の
欠陥情報 レチクル上の

欠陥情報
修正情報

ウェーハ品質検査装置
レチクル品質検査装置
レチクル修正装置

例１）レチクルデータ及びレチクル関連データを用いて、ウェハFAB内の品質がレチクルに

起因するものか判定ができるようにする。



3.3 ｳｪﾊFABにおけるﾚｼﾋﾟﾒﾝﾃﾅﾝｽの効率化

レシピメンテナンスに必要なレチクル設計及びＱＣデータは標準化されたデータフ
ォーマットで利用可能とする。

 １）多くの露光装置・検査装置や,APC,MES などのシステム のレシピメンテ
 ナンスに関連するデータは、デザインショップ・マスクＦａｂ・ウェーハＦａｂ
 全域でやはり多様なデータソースで発生する。今後の様々な品質要求に
 対応するには共通化されたデータ形式に基づく柔軟な方式が必要。

[効果]
　　・ウェハ工程でのレシピ作成時間を短縮できる。
　　・ウェハ工程でのレシピ作成ツールの開発コストを削減できる

[方法]　　　
　　・マスク品質情報をウェハメーカにフィードフォワードし、マスク品質に応じた

転写レシピの作成をおこなう。
　　・マスク設計情報をウェハメーカにフィードフォワードし、ウェハ製造工程での

検査レシピの作成をおこなう

Design Mask　FAB

Flame Data

変換

結合

露光装置 CD-SEM 欠陥検査

ウェハマップetc CD Data

変換 変換

Wafer　FAB

標準化



　レチクル製作上のレチクル欠陥を検査する装置及び修正する装置は、
必要な時にお互いのデータを参照できるようにデータの統合化する。

 １）レチクル製作上のレチクル欠陥の修正工程は、欠陥検査装置・修正装置・レビュー 装
置
 　 の入出力データ及びレシピデータは関連つけて統合化することで効率的な自動化がは
 かれる。

3.4 ﾏｽｸFAB内装置のデータの統合化

[効果]
　　- マスク欠陥検査・修正・レビュー工程でのレシピ作成時間を短縮できる。
　　- マスク欠陥検査・修正・レビュー工程でのレシピ作成ツールの開発コスト
　　　を削減できる。
　　- マスク欠陥に関わる情報の一元管理によりマスク品質の改善を図る作業の
　　　効率化ができる。
　　
[方法]　　　
　　- マスク欠陥情報データベースに基づきレシピの作成をおこなう。
　　- マスク欠陥に対する情報、および処理情報を収集・蓄積、レポート、
　　　分析する。
　　- ウェハ製造工程でのマスク欠陥に関わる情報と、マスク製造工程に
　　　おける情報との関連付けを行ない統合化をする。
　　

ReviewReview

InspectionInspection

RepairRepairRepair recipe

Review recipe

Defect Data

Repair Data

Defect Record

Repair Record

Review Record

Inspection recipe

Automatic

Automatic

MESMES

DBDB
DBDB

DBDB



検査装置のＸＭＬ構造

修正・評価装置のＸＭＬ構造

基準点n

修正欠陥No. n

座標値Ｘ

座標値Ｙ

欠陥コード

画像データ１

画像データ２

修正総数 個別修正指示

修正結果

装置Ｎｏ修正 基本情報

レシピ名称

画像データ

座標Ｙ

座標Ｘ

座標系指定

パラメータ情報

修正総括情報

修正回数

修正記録

検査装置情報

日時 開始日付

開始時間

オペレータ

終了日付

終了時間

協議検討事項

修正欠陥No. x

日時 開始日付

開始時間

終了日付

終了時間

検査装置から接続。この場合、
検査結果からの接続は切り離す。

評価

欠陥修正No.xと同一構
造で評価結果を接続す

る事も検討中

 例１）データ構造例

基準点１

基準点２

基準点３

欠陥No1 座標値Ｘ

座標値Ｙ

欠陥コード

画像データ１

画像データ２

検出情報

ｵﾍﾟﾚｰﾀ情報

検査結果1

装置No工程No 基本情報

レシピ名称

画像データ

座標Ｙ

座標Ｘ

座標系指定

感度情報

検査総括情報

作成日時 日付

時間

検査領域情報

検査領域Ｘ

検査領域Ｙ

チップ数Ｘ

チップ数Ｙ

チップサイズＸ

チップサイズＹ

基準点１と同じ

基準点１と同じ

協議検討事項

検査日時 開始日付

開始時間

終了日付

終了時間

検査時間

総検出数

分類ｺｰﾄﾞ１総数

分類ｺｰﾄﾞ２総数

分類ｺｰﾄﾞＸ総数

欠陥NoX

検査結果X

ﾚﾁｸﾙ判定情報

作成ｵﾍﾟﾚｰﾀ

修正

次項の修正記録を接続する事も検討中

回転・ミラー・フリップ方向



B to Bにおいては各インタフェースにおいて標準化された項目で規格情報を交換する

１）ウェーハＦａｂの規格情報
- オーダーシート -スペックシート

２）マスクＦａｂの規格情報
-QC シート

２．メリット: 生産性向上とコスト低減（異なる文化の統一によって）

方法）異なる文化（QCデータの定義や使い方）の標準化によるQC情報の再利用性拡大
　　　１）QCデータに関しては階層化して共通化できる部分を標準化し、データハンドリング
　　　が標準化された方法で扱えるようにする。
　　　２）共通化は分類と階層化の手段により、共通性が高い、あるいは抽象性が高いなど
　　　　共通化容易な領域から推進する。

3.5 QCﾃﾞｰﾀの共通化

１．情報の種類

dictionary

procedure

Image
data

Additional
data

Pattern
data

QC data

(with structure)

Calibration
data

Framework

delivery
spec.

Process
spec.

Geometry
structure

QC Data 
Standardization

Recipe Parameter Data Matching

Spec Sheet

Focused

Defect AnalysisOrder Entry

Recipe Maintenance Clustering of Equipment

Data Matching

Introduced Topics QC data Standardization



ProcedureとPattern Dataの共通化の例

dictionary

Proce-
dure

Image
data

Additio-
nal
data

Pattern
data

QC data

(with structure)

Calibration
data

Framework

delivery
spec.

Process
spec.

Geometry
structure

QC Data 
Standardization

Recipe Parameter Data Matching

Spec Sheet

Focused

Defect AnalysisOrder Entry

Recipe Maintenance Clustering of Equipment

Data Matching

Introduced Topics QC data Standardization

Dictionary

Procedure PatternData
GDSII, 
Mebes etc

XSD

Conversion 
Rule

XSL

ExampleExample

TranslatorTranslator

TranslatorTranslator

FormatterFormatter

QC Data With StructureQC Data With Structure

TranslatorTranslator

Reticle Data 
Management 

Target



マスク受発注のＱＣデータ（例）

１）製作実績枚数

　（製品別、グレード別、テクノロジ別、サイズ別、新版・改版・再版別）

２）納期遵守率

３）ＴＡＴ

４）品質（寸法、配置、欠陥）

５）装置（稼働率、定期点検結果）

６）障害データ

＊：プラットホーム上に読み出せ、生産管理・品質管理

がデイリー、ウイークリー、マンスリーで判り、生産計画・

開発計画立案へフィードバックがかかること。



ﾚﾁｸﾙﾃﾞｰﾀﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ － 今後のｽｹｼﾞｭｰﾙ

CAD,WPCAD,WP装装
置置,,WPWP

ﾏｽｸﾍﾞﾝﾀﾞﾏｽｸﾍﾞﾝﾀﾞ,,WPWP

ﾏｽｸﾍﾞﾝﾀﾞﾏｽｸﾍﾞﾝﾀﾞ,,ﾏｽｸ装ﾏｽｸ装

置置

CAD,WPCAD,WP装装
置置,,WPWP

2002/02002/0
44

JEITAJEITA

SEMISEMI

からのからの

標準化標準化

ワークワーク

協力協力

依頼依頼

2002/02002/0
55

各各

標準化標準化

ワークワーク

キックキック

オフオフ

ﾚﾁｸﾙｵｰﾀﾞﾚﾁｸﾙｵｰﾀﾞ,,ｽﾍﾟｯｸｽﾍﾟｯｸ,,検検
査査,,納期管理納期管理

露光機露光機

検査機修正機検査機修正機

露光機露光機

2003/02003/0
33

各ﾜｰｸ各ﾜｰｸ

標準化標準化

第第11次次
案案

提出提出

2004/02004/0
33

各ﾜｰｸ各ﾜｰｸ

標準化標準化

第第22次次
案案

提出提出

((最終最終))

CD,CD,合わせ合わせ,,欠陥欠陥

CD,CD,合わせ合わせ,,欠陥欠陥

他他

ﾃﾞｰﾀ環境＋ﾃﾞｰﾀ環境＋XMLXMLの標準化の標準化

０１ ０２ ０３

JEITAガイドライン作成
I＆CCと
データモデル
の検討

SELETEマスクＦａｂ内

共通言語案作成

SELETEあすか向け

マスクＦａｂ内共通化開発

ＳＥＭＩ
標準化案作成

ＳＥＭＩ
アプリ開発成果
ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ

ＳＥＭＩ
標準化　Study　Working

JEITA
共通プラットフォーム案

参考）SEMI　レチクルデータマネージメントTFスケジュール

4.1  活動体制とスケジュール

4.標準化と実装の進め方



小野寺俊雄 沖電気工業（株）
ｼﾘｺﾝｿﾘｭｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ
生産ｾﾝﾀ　ﾌﾟﾛｾｽ技術部

〒193-8550
東京都八王子市東浅川町550-1
TEL (0426)62-6234
FAX (0426)62-6709
E-M onodera021@oki.co.jp

佐藤　隆 （株）東芝
ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ社
ﾌﾟﾛｾｽ技術推進ｾﾝﾀー
半導体ﾌﾟﾛｾｽ開発第二部
ﾘｿｸﾞﾗﾌｨ技術開発第一担当
主務

〒235-8522
神奈川県横浜市磯子区新杉田８
横浜事業所
TEL (045)770-3605
FAX (045)770-3570
E-M ta.sato@toshiba.co.jp

松田　俊温 三洋電機（株）
ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰｶﾝﾊﾟﾆｰ
ｼｽﾃﾑLSI事業部
第一技術部
主任技術員

〒370-0596
群馬県邑楽郡大泉町坂田1-1-1
TEL (0276)61-8043
FAX (0276)61-8836
E-M matsu067701@swan.sanyo.co.jp

本間　三智夫 日本電気（株）
NECｴﾚｸﾄﾛﾝﾃﾞﾊﾞｲｽ
技術・生産企画部
エキスパート

〒229-1198
神奈川県相模原市下九沢1120
TEL (042)779-6305
FAX (042)771-0955
E-M m-honma@cp.jp.nec.com

副主査 宮崎　則彦 富士通（株）
ＬＳＩ事業本部
ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発統括部
MASK開発部
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾘｰﾀﾞ

〒197-0833
東京都あきる野市淵上50
(あきる野ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｾﾝﾀｰ）
TEL (042)532-2158
FAX (042)532-2882
E-M miyazaki.norihi@jp.fujitsu.com

主査 入来　信行 〒198-8512
東京都青梅市新町6-16-3
（ﾃﾞﾊﾞｲｽ開発ｾﾝﾀ内）
TEL (0428)33-2222(内線5743)
FAX (0428)33-2092
E-M iriki-nobuyuki@sic.hitachi.co.jp

射守矢　廉 〒601-8413
京都府京都市南区西九条春日町19
TEL (075)662-7357
FAX (075)662-6154
E-M PAN84968@pas.mei.co.jp

森　正芳 三菱電機（株）
ULSI技術開発ｾﾝﾀｰ
LSIﾃﾞﾊﾞｲｽ開発部
ﾏｽｸ技術開発ｸﾞﾙｰﾌﾟ
主事

〒664-8641
兵庫県伊丹市瑞原4-1
TEL (0727)84-7532
FAX (0727)80-2597
E-M Mori.Masayoshi@lsi.melco.co.jp

松下電器産業（株）
半導体社
事業本部ﾌﾟﾛｾｽ開発ｾﾝﾀー
ﾌﾟﾛｾｽｸﾞﾙｰﾌﾟ
技師

（株）日立製作所
半導体ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ﾌﾟﾛｾｽ技術本部
生産技術部
主任技師

役職 氏名 所属 連絡先

JEITA　レチクルマネージメント小委員会メンバ連絡先


